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DESCRIPCION
Sistemas y métodos para un sistema de aprendizaje para soldar
REFERENCIA CRUZADA A SOLICITUDES RELACIONADAS

Esta solicitud reivindica prioridad a partir de la Solicitud Provisional de los EE.UU N° de serie 61/911.321, titulada
“TRAINING SYSTEM USING A PORTABLE SMART DEVICE”, presentada el 3 de Diciembre de 2013 y el beneficio de la
misma.

ANTECEDENTES

La presente invencion se refiere en general a sistemas de soldadura, y mas particularmente, a un dispositivo moévil que
puede ser utilizado como una herramienta de aprendizaje para soldar con propdsitos de aprendizaje y/o de contratacion.

La soldadura es un proceso que ha resultado ser utilizado cada vez mas en distintas industrias y aplicaciones. Tales
procesos pueden ser automatizados en ciertos contextos, aunque continda existiendo un gran nimero de aplicaciones
para operaciones de soldadura manual. En ambos casos, tales operaciones de soldadura se basan solo en una variedad
de tipos de equipamiento para asegurar que el suministro de consumibles de soldadura (por ejemplo, alimentacion de
alambre, gas de proteccion, etc.) es proporcionado a la soldadura en cantidades apropiadas en el momento deseado.

En preparacion para realizar operaciones de soldadura manuales, los operadores que sueldan pueden ser ensefiados
utilizando un sistema de aprendizaje para soldar. El sistema de aprendizaje para soldar puede estar disefiado para
ensefar a operadores que sueldan con las técnicas apropiadas para realizar distintas operaciones de soldadura. Pueden
utilizarse distintos métodos y sistemas de soldadura dentro de los sistemas de aprendizaje para soldar. Dicho sistema de
aprendizaje para soldar esta descrito en el documento US-A-20130189658. Sin embargo, estos métodos y sistemas de
aprendizaje son generalmente grandes y poco manejables, y pueden ser demasiado caros de producir y utilizar en
voliumenes mas elevados. Por consiguiente, puede ser beneficioso proporcionar métodos y sistemas de aprendizaje para
soldar de bajo coste que pueden ser producidos y utilizados faciimente en volimenes mas elevados.

BREVE DESCRIPCION

En una realizacién, se ha proporcionado un sistema de aprendizaje para soldar. El sistema de aprendizaje para soldar
incluye un soplete para soldar configurado para realizar un procedimiento de soldadura y un dispositivo mdvil acoplado al
soplete. El dispositivo movil esta configurado para detectar, mediante uno o mas sensores, informacién sobre la posicion
dinamica u orientacion del soplete durante el procedimiento de soldadura para determinar uno o mas parametros
operativos del procedimiento de soldadura. El dispositivo mévil esta también configurado para presentar un entorno de
soldadura basado al menos en parte en el o los parametros.

En otra realizacion, se ha proporcionado un sistema de aprendizaje para soldar. El sistema de aprendizaje para soldar
incluye un soplete configurado para realizar un procedimiento de soldadura simulado sobre una unién de soldadura
simulada sobre un dispositivo de orientacion. El sistema de aprendizaje para soldar incluye un dispositivo movil acoplado
al soplete. El dispositivo movil incluye una camara configurada para detectar uno o mas de una pluralidad de
identificadores dispuesta sobre el dispositivo de orientacion. El dispositivo movil también incluye un procesador
configurado para determinar informacion de la posicion dinamica u orientacion del soplete basandose al menos en parte
en uno o mas de la pluralidad de identificadores detectados por la camara.

En otra realizacion, se ha proporcionado un medio legible por ordenador no transitorio que almacena instrucciones de
ordenador. Las instrucciones de ordenador estan configuradas para realizar, mediante un soplete un sistema de
aprendizaje para soldar, un procedimiento de soldadura virtual sobre una unién de soldadura simulada con respecto a un
dispositivo de orientacion. El dispositivo de orientacion es una superficie de trabajo simulada. Las instrucciones de
ordenador estan configuradas para recibir, mediante uno o mas sensores dispuestos con un dispositivo mévil acoplado al
soplete, informacion de la posicion dinamica u orientacion del soplete. Las instrucciones de ordenador estan configuradas
para determinar, mediante circuitos de tratamiento dispuestos dentro del dispositivo moévil, informacién de la posicion u
orientacion actualizada del soplete basada al menos en parte en la informacion de la posicion u orientacién recibida. La
informacion de la posicion u orientacion actualizada es utilizada para determinar uno o mas parametros operativos del
procedimiento de soldadura virtual.

DIBUJOS

Estas y otras caracteristicas, aspectos, y ventajas de la presente exposicion resultaran mejor comprendidas cuando se
lea la siguiente descripcion detallada con referencia a los dibujos adjuntos en los que caracteres similares representan
partes similares en todos los dibujos, en los que:

La fig. 1 es un diagrama de bloques de una realizaciéon de un sistema de aprendizaje para soldar que utiliza un
dispositivo mévil acoplado a un soplete, de acuerdo con aspectos de la presente exposicion;
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La fig. 2 es una realizacion del dispositivo movil acoplado al soplete de la fig. 1, de acuerdo con aspectos de la presente
exposicion;

La fig. 3 es una realizacion del dispositivo movil acoplado al soplete de la fig. 1, en donde el dispositivo movil es utilizado
con un dispositivo de orientacion, de acuerdo con aspectos de la presente exposicion; y

La fig. 4 es una realizacion de una pantalla que ilustra datos correspondientes a un entorno de soldadura simulado, de
realidad aumentada o virtual, de acuerdo con aspectos de la presente exposicion.

DESCRIPCION DETALLADA

Realizaciones de los sistemas y métodos descritos en este documento se refieren a un sistema de aprendizaje para
soldar que utiliza un dispositivo movil. En ciertas realizaciones, el dispositivo moévil puede ser acoplado a un soplete del
sistema de aprendizaje para soldar, y un operador puede aplicar en soplete y el dispositivo movil para realizar una
experiencia de soldadura simulada con propésitos de aprendizaje o contratacion. En particular, el dispositivo movil puede
estar configurado para proporcionar informacién de realimentacién de un sensor relacionada con la experiencia de
soldadura simulada al sistema de aprendizaje para soldar y/o al operador. Por ejemplo, uno o mas sensores dispuestos
dentro del dispositivo mévil pueden estar configurados para detectar informacion de la posicion u orientacion del soplete
durante la experiencia de soldadura simulada. Ademas, basandose en la informacién de la posicién u orientacion
detectada, el dispositivo moévil puede ser configurado para presentar una representacion visual de un entorno de
soldadura virtual en un dispositivo de presentacion del dispositivo moévil o en un dispositivo externo. Ademas, dispositivo
movil puede estar configurado para determinar uno o mas parametros operativos de la soldadura simulada durante la
experiencia de soldadura simulada y, en ciertas realizaciones, puede presentar uno o mas parametros operativos en el
dispositivo de presentacion del dispositivo movil o en el dispositivo externo.

En ciertas realizaciones, el soplete y el dispositivo mévil pueden estar configurados para realizar la experiencia de
soldadura simulada utilizando un dispositivo de orientacion. Por ejemplo, el dispositivo de orientacion puede ser un
material bidimensional o tridimensional fabricado previamente que tiene una serie de identificadores (por ejemplo,
distintos patrones de puntos, texturas, superficies realzadas, codigos de barras, codigos QR, etc.) que orientan el soplete
y guian al operador que esta realizando la soldadura simulada. En algunas situaciones, el dispositivo de orientacion
puede ser configurado para un tipo particular o una serie particular de soldaduras simuladas. En ciertas realizaciones, el
dispositivo mévil puede utilizar una 0 mas camaras o sensores Opticos para detectar los identificadores sobre el
dispositivo de orientaciéon para orientar el soplete mientras el tipo particular o series de soldaduras simuladas son
realizadas con relacién al dispositivo de orientacion.

En ciertas realizaciones, el dispositivo movil del sistema de aprendizaje para soldar puede ser acoplado a un soplete que
realiza un procedimiento de soldadura real (por ejemplo, arco activo de soldadura, modo de arco activo). En estas
situaciones, el sistema de aprendizaje para soldar puede permitir una experiencia de soldadura aumentada configurada
para permitir el aprendizaje utilizando simulaciéon de realidad aumentada. Por ejemplo, el dispositivo moévil puede estar
configurado para proporcionar un video en directo del operador que suelda realizando una soldadura en realidad
aumentada, un video en directo de un arco de soldadura, un video en directo de un bafio de metal fundido de soldadura,
y/o un video simulado de una operacién de soldadura. Ademas, en ciertas realizaciones, el dispositivo moévil puede
proporcionar informacién de realimentacién en tiempo real sobre parametros relevantes del proceso del proceso de
soldadura en realidad aumentada que ademas guian al operador durante la experiencia de soldadura en realidad
aumentada.

De esta manera, el operador puede aplicarse en una experiencia de soldadura simulada en tiempo real o en una
experiencia de soldadura en realidad aumentada en tiempo real con propdsitos de aprendizaje o contratacion mediante
un sistema de aprendizaje para soldar de bajo coste. Especificamente, el sistema de aprendizaje para soldar de bajo
coste, descrito en este documento puede ser utilizado y reproducido en volimenes mas grandes. Deberia observarse
que el dispositivo moévil puede también estar configurado para proporcionar una realimentacion post-soldadura que
proporcione un resumen de los parametros de proceso relevantes de la experiencia de soldadura simulada o en realidad
aumentada, incluyendo las acciones del operador.

Como se ha utilizado en este documento, el sistema de aprendizaje para soldar puede incluir cualquier sistema
relacionado con la soldadura adecuado, incluyendo, pero no limitado a, un sistema de aprendizaje para soldar, un
sistema activo de soldadura, un sistema simulado de soldadura, un sistema de soldadura en realidad virtual, una
aplicacion de aprendizaje de soldadura (por ejemplo utilizada sobre un dispositivo movil), un sistema de aprendizaje de
soldadura utilizado en una plataforma de juegos, y asi sucesivamente. En ciertas realizaciones, el sistema de aprendizaje
para soldar puede estar configurado para realizar una operacion virtual de soldadura, un proceso de soldadura en arco
metalico protegido (SMAW), un proceso de soldadura de arco metalico en gas (GMAW), un proceso de soldadura con
tungsteno en atmoésfera de gas inerte (TIG), un proceso de corte con plasma, o cualquier otro tipo de proceso de
soldadura.

La fig. 1 es un diagrama de bloques de una realizacion de un sistema 10 de aprendizaje para soldar, de acuerdo con
aspectos de la presente exposicion. Como se ha observado anteriormente, realizaciones del sistema 10 de aprendizaje
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para soldar incluyen cualquier sistema adecuado relacionado con la soldadura, incluyendo una aplicacion de soldadura
ejecutada utilizando el sistema 10 de aprendizaje para soldar que permite una experiencia de soldadura simulada o
realidad aumentada. En ciertas realizaciones, el sistema 10 de aprendizaje para soldar incluye un dispositivo mévil 12,
que puede ser cualquier dispositivo movil personal y/o dispositivo movil portatil. Por ejemplo, el dispositivo moévil 12
puede ser un teléfono movil (por ejemplo, un teléfono inteligente, iPhone®, un teléfono Android®, un teléfono Windows®,
una BlackBerry®), un ordenador de tableta, un ordenador portatil, un asistente personal de datos (PDA), y similares. El
dispositivo movil 12 puede tener distintos sensores (por ejemplo, acelerémetros, giroscopios, camaras, magnetometros,
GPS) dispuestos dentro de un sistema 14 de sensores como se ha descrito a continuacion, una memoria para almacenar
datos e instrucciones, y un procesador configurado para recibir realimentacién procedente de los sensores y para
gjecutar instrucciones del dispositivo movil 12. En algunas realizaciones, el dispositivo movil 12 incluye una pantalla de
presentacion configurada para presentar informacion (por ejemplo experiencia de soldadura simulada grafica,
experiencia de soldadura en realidad aumentada, parametros de soldadura) al operador.

En particular, la realizacion ilustrada representa el dispositivo mévil 12 acoplado de manera comunicativa con un soplete
24. El dispositivo movil 12 del sistema 10 de aprendizaje para soldar incluye uno o mas procesadores 16 (o cualquier
componente informatico), dispositivo o dispositivos de memoria 18, dispositivo o dispositivos de almacenamiento 20, y un
dispositivo de presentacion 22. El procesador o procesadores 16 pueden ser utilizados para ejecutar software, tal como
software de soldadura, una aplicacion de soldadura, software de tratamiento de imagenes, software de dispositivos de
deteccion, y similares. Ademas, el procesador o procesadores 16 pueden incluir uno o mas microprocesadores, tales
como uno o mas microprocesadores de "propodsito general”, uno o mas microprocesadores de propésito especial y/o
circuitos integrados especificos de aplicacion (ASIC), o alguna combinacion de los mismos. Por ejemplo, el procesador o
procesadores 16 pueden incluir uno o mas procesadores con conjuntos de instrucciones reducidas (RISC).

La memoria 18 puede incluir una memoria volatil, tal como una memoria de acceso aleatorio (RAM), y/o una memoria no
volatil, tal como una memoria de solo lectura (ROM). El dispositivo o dispositivos de memoria 18 pueden almacenar una
variedad de informaciones y pueden ser utilizados con distintos propositos. Por ejemplo, el dispositivo o dispositivos de
memoria 18 pueden almacenar instrucciones ejecutables por un procesador (por ejemplo, firmware o software) para que
el procesador o procesadores 16 las ejecuten, tales como instrucciones (por ejemplo aplicacién) para permitir una
experiencia de soldadura simulada o en realidad aumentada a través del dispositivo moévil 12 y/o instrucciones para
comunicar informacién de realimentacion desde/al dispositivo movil 12. Ademas, una variedad de regimenes de control
para distintos procesos de soldadura, junto con configuraciones y parametros asociados pueden ser almacenados en el
dispositivo o dispositivos de almacenamiento 20 y/o en el dispositivo o dispositivos de memoria 18, junto con un cédigo
configurado para proporcionar una salida especifica (por ejemplo iniciar alimentacién de alambre, permitir flujos de gas,
capturar datos de corriente de soldadura, detectar parametros de cortocircuito, determinar cantidad de salpicaduras,
etc.), durante la operacion de soldadura simulada o en realidad aumentada.

El dispositivo o dispositivos de almacenamiento 20 (por ejemplo almacenamiento no volatil) pueden incluir ROM,
memorias flash, un disco duro, o cualquier otro medio de almacenamiento &ptico, magnético, o de estado sdlido
adecuado, o una combinacién de los mismos. El dispositivo o dispositivos de almacenamiento 20 pueden almacenar
datos (por ejemplo, datos correspondientes a una operacion de soldadura simulada o en realidad aumentada, datos de
video y/o de parametros correspondientes a una operacion de soldadura simulada o en realidad aumentada, etc.),
instrucciones (por ejemplo, software o firmware para el sistema de soldadura, software para la aplicaciéon de soldadura,
software para permitir comunicaciones y/o control con el dispositivo moévil 12, etc.), y cualesquiera otros datos
adecuados. Como se apreciara, los datos que corresponden a la operacién de soldadura simulada o en realidad
aumentada pueden incluir un video de grabacion de la operacién de soldadura, un video simulado o en realidad
aumentada, una orientacion y/o una posicién de componentes del sistema 10, un angulo de trabajo del soplete 24 con
respecto a una pieza de trabajo simulada o real, un angulo de desplazamiento del soplete 24 con respecto a una pieza
de trabajo simulada o real, una velocidad de desplazamiento del soplete 24 con respecto a una pieza de trabajo simulada
o real, una distancia entre componentes del sistema 10, una tension, una corriente, un trayecto atravesado, un analisis
de discontinuidad, configuraciones del dispositivo de soldadura, y similares.

Como se ha descrito anteriormente, el dispositivo mévil 12 comprende el dispositivo de presentacion 22 configurado para
presentar datos y/o pantallas asociados con el proceso de soldadura simulado o en realidad aumentada (por ejemplo
para presentar datos generados por un software de soldadura), entre otras cosas. El dispositivo 22 puede proporcionar
una interfaz grafica de usuario a un operador que suelda (por ejemplo, instructor de soldadura, estudiante de soldadura,
etc.). Por ejemplo la interfaz grafica de usuario presentada por el dispositivo de presentacion 22 puede proporcionar
distintas pantallas para permitir que el operador (por ejemplo, estudiante de soldadura, practicante de un juego de
soldadura, aprendiz en soldadura, etc.) realicen la tarea de soldadura simulada o en realidad aumentada, una vista de
realimentacion en tiempo real de los parametros de soldadura simulada o en realidad aumentada, una vista de un
resumen post-soldadura de la tarea de soldadura simulada o en realidad aumentada, vistas de promedios y/o resultados
a partir de las tareas de soldadura simuladas o en realidad aumentada anteriores, comparacion y vista de las
puntuaciones finales de soldadura de uno o mas operadores que sueldan, y similares. En ciertas realizaciones, el
dispositivo de presentacion 22 puede ser una pantalla tactil configurada para recibir entradas tactiles, y para proporcionar
datos correspondientes a las entradas tactiles al dispositivo moévil 12. En algunas realizaciones, el dispositivo de
presentacion 22 esta configurado para presentar informacion correspondiente al software del dispositivo de deteccion, y
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proporcionar una imagen virtual y/o simulada de la soldadura que se esta realizando, como se ha descrito adicionalmente
mas adelante.

Como se ha observado anteriormente, el dispositivo mévil 12 puede incluir una aplicacion de soldadura dispuesta sobre
el dispositivo o dispositivos de memoria 18 y ejecutada por el procesador procesadores 16. Ademas, un operador puede
participar en la aplicacion de soldadura mediante el dispositivo de presentacion 22. Por ejemplo la aplicacion de
soldadura puede permitir que un operador seleccione a partir de distintos tipos o secuencias de geometrias de soldadura,
tales como una T, filete, tope, u otra geometria, asi como la orientacion de la soldadura (por ejemplo, plana, horizontal,
vertical, aérea). Basandose en los parametros seccionados de la soldadura simulada, la aplicacion de soldadura puede
comenzar. En ciertas realizaciones, después de que el operador aprieta un gatillo del soplete 24 o el proceso de
soldadura es seleccionado en el dispositivo de presentacion 22, y cuando el soplete 24 es movido, el sistema sensor 14
del dispositivo movil 12 puede reunir informacién de posicion y/u orientacion del soplete 24 como informacion de
realimentacion del sensor. Basandose en la informacion de realimentacion del sensor, el dispositivo de presentacion
puede ilustrar graficamente el soplete 24 que llega a posicion con respecto a una unién simulada dentro de un entorno
soldadura simulado.

En ciertas realizaciones, el dispositivo de presentacion 22 puede presentar un menu en el que el operador 16 es capaz
de especificar configuraciones tales como el tipo de aplicacion de soldadura, el modo de soldadura (por ejemplo, modo
simulado, modo de arco activo, o modo en realidad aumentada, entre otros modos), la geometria de unién de soldadura,
la orientacion, el grosor del material, la velocidad de alimentacion del alambre, y la tension eléctrica. Otra realizacion
puede permitir que el operador elija la unién de soldadura, la orientacion y el grosor de un material, y la aplicacion de
soldadura del dispositivo mévil 12 puede sugerir la velocidad de alimentacion del alambre y la tensién. El operador puede
a continuacion ser capaz de ajustar configuraciones de un punto de comienzo o aceptar estos parametros. Basandose
en la velocidad de desplazamiento en los angulos y orientacion detectados por el sistema 14 de sensor, el dispositivo
movil 12 puede ser configurado para simular la soldadura. Cuando mejora la experiencia, la soldadura simulada por el
operador estara en la posicion deseada en la unién y a la anchura correcta debido a la velocidad de desplazamiento del
angulo, y la orientacion.

En ciertas realizaciones, el dispositivo moévil 12 puede utilizar realimentacion de sensor procedente del sistema 14 de
sensor para determinar parametros como la velocidad de desplazamiento, la ubicacién del alambre con respecto a la
union, los angulos del soplete y la punta de contacto o la distancia del soplete a la unidn/trabajo. El procesador 16 del
dispositivo moévil 12 puede ejecutar instrucciones (por ejemplo software) para utilizar realimentacion de sensor para
simular y presentar la soldadura simulada. El software puede estar disponible para utilizar con el dispositivo movil 12 a
través de distintas fuentes, incluyendo, pero no estando limitadas a, un medio de almacenamiento tangible no transitorio
(por ejemplo, controlador flash, disco 6ptico, disco magnético), una red, un sitio de red (por ejemplo un sitio de red del
fabricante, www.Millerwelds.con), y similares. En algunas realizaciones, las puntuaciones y resultados de las soldaduras
simuladas realizadas por uno o mas operadores pueden también ser almacenados (por ejemplo en la memoria 18) o
compartidos.

En particular, el sistema 14 de sensores del dispositivo mévil 12 puede incluir distintos sensores que detectan el
movimiento, posicion, y/o la orientacion del dispositivo movil 12 (y, por extension, del soplete 24 al que esta acoplado del
dispositivo movil 12) con relacion a un punto de referencia o a un objeto de referencia. Por ejemplo, el dispositivo movil
12 puede tener uno o mas giroscopios de 3D para informacién del angulo, uno o mas acelerémetros de 3D, uno o mas
sensores de proximidad, uno o mas magnetometros, uno o mas receptores GPS, uno o mas sensores de Bluetooth,
otros sensores de campo inalambricos, o cualquier combinacion de los mismos. El dispositivo mévil 12 puede utilizar uno
0 mas de estos sensores para detectar un cambio en la velocidad del dispositivo mévil 12 en una direccién y/o en una
orientacion. Realimentacion (por ejemplo, sefiales) procedente del uno o mas sensores puede ser almacenada en la
memoria 18 del dispositivo mévil 12 para recuperacion y/o transmision posterior a otro dispositivo movil, a un sistema
informatico, o a una red, o a cualquier combinacion los mismos. El procesador 16 del dispositivo mévil 12 utiliza la
realimentacion desde uno o mas sensores en tiempo real para simular y presentar la aplicacion de soldadura simulada
sobre el dispositivo de presentacion 22. En algunas realizaciones, el dispositivo movil 12 puede utilizar uno o mas de
estos sensores exclusivamente. En ciertas refacciones, el sistema 14 de sensores del dispositivo mévil incluye una o
mas camaras o sensores Opticos. En ciertas realizaciones, las camaras o sensores épticos pueden ser utilizados para
identificar componentes dentro del entorno que guian la aplicacion de soldadura simulada o en realidad aumentada,
como se ha descrito adicionalmente con respecto a la fig. 3.

En ciertas realizaciones, uno o mas acelerémetros de 3D del sistema 14 de sensores del dispositivo mévil 12 pueden
generar sefiales basandose al menos en parte en la aceleracion del dispositivo mavil 12 (y por ello la aceleraciéon del
soplete 24 acoplado al dispositivo movil 12). Las sefiales generadas por los acelerometros de 3D pueden ser en
unidades de G (por ejemplo, aproximadamente 9,81 m/sz). La aceleracion total del dispositivo moévil 12 puede ser
aproximadamente igual a la aceleracion gravitatoria (por ejemplo, 1 G) mas la aceleracion que el usuario imparte al
dispositivo movil 12. El dispositivo moévil 12 puede separar la aceleracion gravitatoria de la aceleraciéon impartida por el
usuario utilizando sefales procedentes del uno o mas giroscopios de 3D que proceden aproximadamente al mismo
tiempo que las sefiales procedentes del uno o mas acelerémetros de 3D.

Ademas, en ciertas realizaciones, el sistema 14 de sensores incluye uno o mas giroscopios de 3D que pueden ser
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utilizados por el dispositivo mévil 12 para determinar la rotacién del dispositivo mévil 12 con relacién a uno o mas planos
de referencia. En algunas realizaciones, el uno o mas giroscopios de 3D pueden ser utilizados con las sefiales
procedentes del uno o mas acelerémetros de 3D para generar datos de movimiento mejorados del giroscopio incluyendo,
pero no estando limitados a, angulos de Euler del dispositivo mévil 12 (por ejemplo, cabeceo, guifiada y balanceo),
cuaternion de actitud, matriz de rotacién, el componente gravitatorio de la aceleracion de 3D, un componente de
aceleracion del usuario de aceleracién de 3D, o velocidad de rotacién, o cualquier combinacion de los mismos. En
algunas realizaciones, los angulos de Euler del dispositivo mévil 12 determinados por el o los giroscopios de 3D pueden
ser en unidades de radianes o grados.

Ademas, en ciertas realizaciones, el sistema 14 de sensores puede incluir uno o mas receptores de sistema de
posicionamiento global (GPS) configurados para informar los datos de ubicacion del dispositivo moévil 12. Los datos de
ubicacion incluyen, pero no estan limitados a, latitud y longitud, rumbo magnético con relacion al norte magnético, rumbo
verdadero con relacion al norte verdadero, recorrido y velocidad de movimiento, o altitud, o cualquier combinacién de los
mismos. Como puede apreciarse, la latitud y la longitud pueden ser coordenadas geograficas utilizando el marco de
referencia del Sistema Geodésico Global (WGS) 84. Los datos del recorrido pueden representar la direccion en la que el
dispositivo madvil 12 y/o el soplete 14 se estan desplazando en unidades de grados. Los valores del recorrido son
medidos en grados comenzando en el norte de la brdjula y continuando en el sentido de las agujas del reloj alrededor de
la brdjula. Por ejemplo, el Norte es 0 grados, el Este es 90 grados, el Sur es 180 grados, y el Oeste es 270 grados. Los
datos de velocidad pueden representar la velocidad instantanea del dispositivo mévil 12 y/o del soplete 14 tal como en
metros por segundo. Este valor representa la velocidad instantanea del dispositivo movil 12 y/o del soplete 14 en la
direccién de su rumbo actual. Uno o mas magnetdmetros pueden proporcionar la direccion de la brijula para el
dispositivo movil 12 y/o el soplete 14, tal como en unidades de microteslas.

En ciertas realizaciones, el dispositivo de presentacion 22 puede representar el entorno de soldadura simulado
basandose en la realimentacion del sensor recibida desde el sistema 14 de sensores. Por ejemplo, el dispositivo de
presentacion 22 puede oscurecerse para presentar chispas, el arco, y un depésito de soldadura que brilla como una
simulacion de la soldadura como realimentacion de técnica. Un interruptor de puesta en marcha o un gatillo sobre el
soplete 24 u otro dispositivo tal como un pedal o un control mediante un dedo pueden estar en comunicaciéon con el
dispositivo movil 12. Adicionalmente, o como alternativa, la aplicacién de soldadura simulada puede ser iniciada tocando
un icono de puesta en marcha sobre el dispositivo de presentacion 22. Por consiguiente, después de que el operador
comience la soldadura simulada, el dispositivo de presentacion 22 puede oscurecerse para representar la experiencia y
entorno de soldadura simulada, y el operador puede mover el dispositivo de presentacion 22 del dispositivo movil 12
mediante el soplete 24 y mirar la formacion simulada de la soldadura durante la longitud de la aplicacién de soldadura
simulada.

En ciertas realizaciones, en lugar de un entorno de soldadura simulado en el que la totalidad de la soldadura simulada es
generada por la aplicacion de soldadura simulada, un entorno de soldadura en realidad aumentada en el que un video en
directo de un arco activo es aumentado con otro video y/o informacién puede ser presentado mediante el dispositivo
presentacion 22 del dispositivo mévil 12. En tales realizaciones, el dispositivo de presentacién 22 puede representar el
entorno de soldadura en realidad aumentada basandose en la realimentacion del sensor recibida desde el sistema 14 de
sensores. Por ejemplo, si un operador selecciona un modo de soldadura en realidad aumentada del dispositivo de
presentacion 22, el dispositivo movil 12 puede ser configurado para una simulacién en realidad aumentada. Como parte
de esta simulacion en realidad aumentada, el dispositivo mévil 12 puede recibir y presentar un video en directo de un
operador que suelda realizando una soldadura real con un arco activo. Ademas, basandose en la realimentacion del
sensor recibida desde el sistema 14 de sensores, el dispositivo moévil 12 puede integrar un entorno de soldadura virtual
en el video en directo de la aplicacion de soldadura real. De esta manera, el dispositivo de presentacion 22 puede ser
generalmente transparente para permitir que el operador que suelda vea objetos reales dentro del entorno de soldadura
real; sin embargo, un entorno de soldadura virtual puede ser retratado sobre partes del dispositivo de presentacion 22
para permitir también que el operador que suelda vea objetos virtuales superpuestos sobre los objetos reales (es decir, el
mundo real) capturados en el video en directo. Los objetos virtuales puede ser cualquier niumero de cifras, simbolos,
texto, o imagenes que pueden guiar al operador que suelda durante el proceso de soldadura real.

En ciertas realizaciones, componentes del sistema 10 de aprendizaje para soldar pueden ser utilizados por el operador
(por ejemplo, estudiante de soldadura, aprendiz, jugador, reclutador, entrenador, etc.) para realizar operaciones de
soldadura simulada o en realidad aumentada que proporcionan al usuario con una experiencia similar de soldadura
simulada o en realidad aumentada. Por ejemplo, el sistema 10 de aprendizaje para soldar puede incluir el soplete 24 (o
bien como un soplete de arco activo o soplete ficticio), una alimentacion de corriente 24 de soldadura (que alimenta la
corriente de soldadura durante la soldadura con arco activo), un alimentador 28 de alambre de soldadura (que alimenta
alambre de soldadura durante la soldadura con arco activo en ciertas realizaciones), una alimentacion 30 de gas (que
alimenta gas de proteccion durante la soldadura con arco activo en ciertas realizaciones), o cualquier combinacion de los
mismos. Deberia observarse que en algunas realizaciones, el sistema 10 de aprendizaje para soldar puede incluir una
pasarela 32 para facilitar la comunicacion entre distintos componentes del sistema 10 de aprendizaje para soldar. Por
ejemplo, el dispositivo movil 12 puede estar en comunicacion inalambrica con la pasarela 32 del sistema 10 de
aprendizaje para soldar, y la pasarela 32 puede recibir y comunicar informacion (por ejemplo informacion de
realimentacion del sensor relacionada con la operacién de soldadura simulada o en realidad aumentada, los parametros
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de soldadura simulada o en realidad aumentada, el resumen post-soldadura de la tarea de soldadura simulada o en
realidad aumentada, etc.) a componentes externos del sistema 10 de aprendizaje de soldadura, tales como un dispositivo
de presentacion 34 sobre un casco 36 de soldadura o un dispositivo de presentacion 38 externo. En algunas
realizaciones, el sistema 10 de aprendizaje de soldadura puede estar acoplado mediante una conexién cableada o
inalambrica (por ejemplo, Bluetooth, Wi-Fi, etc.) al casco 36 de soldadura y/o al dispositivo de presentacion 38 externo, y
puede proyectar realimentacion al casco 36 de soldadura. En ciertas realizaciones, el dispositivo de presentacion 38
externo puede ser un dispositivo de presentacion en realidad aumentada, que puede incluir sistemas de proyeccion
optica, monitores, dispositivos manuales, dispositivos de presentacion montados en la cabeza, gafas (por ejemplo, gafas
que estan configuradas para aumentar una parte del campo de visién de una persona), etc. Los angulos, ensefianzas,
voz, y otra informacién pueden ser Utiles para realimentar cuando se hace funcionar el sistema con el casco 36 de
soldadura o para simular mas estrechamente la soldadura sin el oscurecimiento del casco.

Ademas, en ciertas realizaciones, uno o mas sistema 10 de aprendizaje para soldar pueden ser acoplados a un sistema
40 de vigilancia/analisis. El sistema 40 de vigilancia/analisis puede reunir informacién procedente de uno o mas sistemas
10 de aprendizaje para soldar, y el sistema 40 de vigilancia/analisis puede estar configurado para trabajar fuera de linea
0 sobre una red 42 (por ejemplo, red de Wi-Fi). La red 42 puede acoplar comunicativamente el sistema 40 de
vigilancia/andlisis al almacenamiento/servicios 44 en la nube. El almacenamiento/servicios 44 en la nube puede contener
informacion que proporciona realimentacion o ayuda a un instructor u operador que realiza un proceso de soldadura. El
sistema 10 de aprendizaje para soldar también puede proporcionar vibracion haptica y/o realimentacion audible al
operador utilizando una base de datos de informacion para técnica, velocidad de desplazamiento, y distancia apropiadas,
entre otras variables de aprendizaje. La vibracién haptica y/o la realimentacion audible pueden ser proporcionadas
basandose al menos en parte en un historial de una o mas soldaduras simuladas o en realidad aumentada realizadas por
el operador. El almacenamiento/servicios 44 en la nube puede ser acoplado a un ordenador remoto 46 que proporciona o
recupera informacion desde o a la nube 44.

Deberia observarse que aunque se han descrito en general aspectos de las presentes realizaciones en el contexto de
sistemas de aprendizaje de soldadura, caracteristicas de las presentes realizaciones pueden ser utilizadas en otros tipos
de sistemas de soldadura, tales como los descritos anteriormente.

La fig. 2 es una realizacion del dispositivo movil 12 acoplado a un cuello 50 del soplete 24 de la fig. 1, de acuerdo con
aspectos de la presente exposicion. El dispositivo mévil 12 puede estar montado de manera fija o desmontable sobre el
soplete 24, tal como sobre el cuello 50 del soplete 24, mediante uno o mas dispositivos de montaje 52. Se apreciara que
aunque ilustrado como estando acoplado al cuello 50 del soplete 24, en otras realizaciones, el o los dispositivos de
montaje 52 pueden estar configurados para ser acoplados a otros lugares (por ejemplo una empufiadura) del soplete 24.
En la realizacion ilustrada, el operador puede mover o bien el soplete 24 o el dispositivo mévil 12 para aplicar tanto el
soplete 24 como el dispositivo mévil 12 para el proceso de soldadura simulada o en realidad aumentada. En particular, el
dispositivo de presentacion 22 del dispositivo movil 12 puede ser posicionado sobre el cuello 50 de tal modo que guie
generalmente los ojos del operador para mirar en el soplete 24 de una manera deseada mientras esta soldando. En
ciertas realizaciones, €l o los dispositivos de montaje 52 pueden ser mdviles con respecto al soplete 24 para permitir que
el operador se mueva, gire, se incline, o ajuste ligeramente la posicién del dispositivo mévil 12 para comodidad o facilidad
de operacion. Ademas, en ciertas realizaciones, el o los dispositivos de montaje 50 pueden estar configurados para ser
acoplados de manera desmontable al soplete 24 en sus posiciones apropiadas con respecto al soplete 24 de tal manera
que, por gjemplo, el o los dispositivos de montaje 50 pueden ser retirados cuando el soplete 24 de soldadura no esta
siendo utilizado para el aprendizaje para soldar.

Como se ha ilustrado en la fig. 2, en ciertas realizaciones, el dispositivo de montaje 52 pueden incluir, o estar
directamente acoplado, a una proteccion 54 que esta configurada para mantener el dispositivo mévil 22 en su sitio con
respecto al soplete 24 al tiempo que también protege al dispositivo mévil 12 de los materiales de la soldadura (por
ejemplo, salpicaduras) durante un proceso de soldadura real. En ciertas realizaciones, la proteccion 54 puede ser
transparente, de tal modo que el dispositivo movil 12 (y/o el operador) no esta restringido en su campo de visiéon durante
la operacion. Por ejemplo, el dispositivo moévil 12 puede ser capaz de reunir informacion o datos (por ejemplo mediante
una camara que esta dispuesta proxima a la proteccion 54 cuando el dispositivo mévil 122 es mantenido en su sitio por la
proteccion 54) a través de la proteccion transparente 54 durante el proceso de soldadura simulada o en realidad
aumentada. Ademas, el soplete 24 puede incluir un gatillo 53. Como se ha descrito anteriormente, el comienzo de la
soldadura simulada o en realidad aumentada puede ser iniciado mediante el dispositivo de presentacion 22 de pantalla
tactil sobre el dispositivo movil 12, o apretando el gatillo 53 del soplete 24, o mediante una combinacién de ambos. En
algunas realizaciones, puede haber dispuestos gatillos o interruptores adicionales sobre el soplete 24 o sobre un pedal.
Los gatillos y/o interruptores pueden comunicar mediante conexiones cableadas o inalambricas (por ejemplo, Wi-Fi,
Bluetooth) para iniciar la puesta en marcha. Por ejemplo, el operador puede disparar el gatillo 53 sobre el soplete 24 para
comenzar un proceso de soldadura simulada o en realidad aumentada. En ciertas realizaciones, el dispositivo mévil 12
puede detectar el accionamiento o liberacion del gatillo 53 mediante una conexién cableada a través del dispositivo de
montaje 52.

En ciertas realizaciones, €l dispositivo movil 12 incluye una camara 56 (u otro sensor Optico) que puede ser un
componente del sistema 14 de sensores. En ciertas realizaciones, la camara 56 puede ser utilizada para proporcionar un
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video en directo del arco activo real durante un proceso de soldadura en realidad aumentada. Por ejemplo, como se ha
observado anteriormente, en ciertas realizaciones, la proteccion 54 puede ser transparente, y la camara 56 del
dispositivo movil 12 puede estar configurada para reunir informacion o datos a través de la proteccion transparente 54.
Alternativamente, o ademas, en ciertas realizaciones, la camara 56 puede estar configurada para reunir informacién o
datos a través de una o mas aberturas previstas en la proteccion 54. En ciertas realizaciones, la camara 56 puede ser
utilizada para detectar uno o mas dispositivos 58 de orientacién durante un proceso de soldadura simulada, como se ha
descrito adicionalmente con respecto a la fig. 3. Aunque la camara 56 ilustrada en la fig. 2 aparece como estando en un
lado del dispositivo mévil 12 opuesto desde una extremidad operativa del soplete 24 cuando es mantenida en su sitio por
el dispositivo de montaje 52, se apreciara que la camara 56 del dispositivo moévil 12 puede ser funcional a ambos lados
del dispositivo movil 12 de tal manera que la camara 56 es capaz de recoger datos de video y de imagen procedentes del
area operativa alrededor de una pieza de trabajo (o un dispositivo de orientacion 58) durante una operacion de soldadura
con arco activo o una operacion de soldadura simulada o virtual.

La fig. 3 es una realizacion del dispositivo mévil 12 acoplado al soplete 24 de la fig. 1, donde el dispositivo movil 12 es
utilizado con un dispositivo de orientacion 58, de acuerdo con aspectos de la presente exposicion. El dispositivo 58 de
orientaciéon puede ser un material bidimensional o tridimensional prefabricado que tiene una serie de identificadores 60
(por ejemplo distintos patrones de puntos, lineas, curvas, rejillas, rebajes, salientes, formas geométricas, texturas,
superficies realzadas, codigos de barras, codigos QR, etc.). En ciertas realizaciones, el dispositivo de orientacion 58
puede ser una ficha separada, una pieza de papel, una lamina de plastico, una superficie sélida, una etiqueta, o similar.
El dispositivo 58 de orientacion puede ser utilizado para un proceso de soldadura simulada, y puede estar configurado
para orientar el soplete 24 y guiar al operador que realiza la soldadura simulada. Por ejemplo, el dispositivo 58 de
orientacion puede ser una superficie de trabajo simulada sobre la que el operador puede realizar una unién de soldadura
simulada para una aplicacién de soldadura virtual o simulada.

En algunas realizaciones, el sistema 14 de sensores del dispositivo mévil 12 puede utilizar la camara 56 para detectar los
identificadores 60 sobre el dispositivo 58 de orientacion. Por ejemplo, la camara 56 puede detectar una serie de patrones
de identificadores 60 que ayudan al dispositivo mévil 12 en la determinacion de donde esta posicionado el dispositivo
movil 12 con relacién a un punto 62 de comienzo en el dispositivo 58 de orientacién, una velocidad de desplazamiento
del dispositivo movil 12 (y, por extension, del soplete 24) con relacién al dispositivo 58 de orientacién, informacion
adicional de angulos del dispositivo moévil 12 (y, por extension, del soplete 24) con relacion al dispositivo 58 de
orientacion, y distancia del dispositivo movil 12 (y, por extension, del soplete 24) al dispositivo 58 de orientacion para la
simulacion de soldadura. En algunas realizaciones, la camara 56 puede trabajar exclusivamente sin otros sensores del
sistema 14 de sensores para proporcionar realimentacion al dispositivo mévil 12. En otras realizaciones, el dispositivo
movil 12 puede utilizar la camara 56 y uno o mas sensores que incluyen, pero no estan limitados a uno o mas
acelerometros de 3D, uno o mas sensores de proximidad, uno o mas magnetémetros, uno o mas receptores de GPS,
uno o mas sensores de Bluetooth, otros sensores de campo inalambricos, o cualquier combinacion de los mismos. Por
ejemplo, la camara 56 puede determinar una posicion y/u orientacion del dispositivo movil 12 (y, por extension, del
soplete 24 de soldadura) con relacion al dispositivo 58 de orientacion, y los otros sensores pueden ser utilizados para
confirmar y/o ajustar ligeramente a posicion y/u orientacion determinada. En algunas realizaciones, el dispositivo moévil 12
puede detectar (mediante un magnetémetro) pequefios imanes 64 dispuestos sobre el dispositivo 58 de orientacion para
determinar velocidad, direccion, orientacion, y otros parametros de realimentacion para el proceso de soldadura
simulada.

En particular, la camara 56 puede detectar los patrones de los identificadores 60 sobre el dispositivo 58 de orientacion.
Los identificadores 60 puede ser Unicos (por ejemplo, color, geometria, etc.) y dispuestos en distintas ubicaciones sobre
el dispositivo 58 de orientacion para permitir una informacion de posicién y/u orientacion exacta para el sistema 10 (por
ejemplo, dispositivo movil 12, soplete 24, y similares) con relacion al dispositivo 58 de orientacion. Este patron unico
permite que el dispositivo moévil 12 determine parametros de la soldadura simulada, tal como una distancia de
desplazamiento, una anchura de soldadura, una profundidad, uno o mas angulos, o cualquier combinacion de los
mismos. La camara 56 puede detectar los identificadores 60, y puede proporcionar esta informacion al procesador 16 del
dispositivo mévil 12. El procesador 16 puede estar configurado para extraer informacion de los identificadores 60 que
orienten el soplete 24 con respecto a la soldadura simulada sobre el dispositivo 58 de orientacion. A su vez, el dispositivo
58 de orientacion puede guiar al operador a través de la soldadura simulada. En ciertas realizaciones, el operador puede
ajustar dinamicamente uno o mas parametros operativos del proceso de soldadura simulada basandose en los
identificadores detectados (es decir, basandose en la posicion u orientacion del soplete 24 con respecto a la soldadura
simulada).

En algunas realizaciones, el o los sensores en el dispositivo moévil 12 son utilizados para ayudar a asegurar la exactitud
de las mediciones determinadas mediante la camara 56. En otras realizaciones la caja 56 puede ser utilizada sin los
identificadores 60 y/o el dispositivo 58 de orientacion. Es decir, la camara 56 puede determinar el movimiento relativo y/o
la orientacion relativa del dispositivo movil 12 mediante la utilizacion de uno o mas objetos en el campo de vision de la
camara 56 como dispositivos de orientacion. En tales situaciones, el dispositivo 58 de orientaciéon puede no ser
necesario.

En algunas realizaciones, el dispositivo movil 12 puede estar montado en un soplete 24 durante una aplicacion de
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soldadura real para proporcionar un angulo, posicion, velocidad de desplazamiento, y otra informacion de sensor, que
puede ser atribuida al soplete 24. En otras palabras, cuando esta montado en el soplete 24, el dispositivo mévil 12 puede
servir a una funcionalidad similar como un conjunto de actualizacién para afiadir la camara 56, sensores, dispositivo de
presentacion 22, procesador 16, memoria 18, y almacenamiento 20 del dispositivo mévil 12 al soplete 24, permitiendo
por ello que el soplete 24 funcione como un sistema 10 de aprendizaje de soldadura movil. Ademas, en tales situaciones,
el dispositivo movil 12 y el soplete 24 pueden también estar configurados para una aplicacién de soldadura en realidad
aumentada. En ciertas aplicaciones de soldadura en realidad aumentada, el dispositivo mévil 12 puede ser colocado en
distintas areas sobre la mano del operador y/o del soplete 24 para proporcionar alimentacion sin bloquear el proceso de
soldadura real. La camara 56 puede también utilizar distintos medios de filtro para ayudar a seguir la soldadura y
presentar de manera uniforme una alimentacion activa de la soldadura real que ocurre.

En ciertas realizaciones, el sistema 10 de aprendizaje para soldar portatil puede incorporar un aspecto competitivo, de
juego a la experiencia de soldadura simulada proporcionada por el dispositivo mévil 12, y puede proporcionar una
puntuaciéon de soldadura al usuario basandose en la realimentacion recibida. Ademas, el dispositivo movil 12 puede
acceder al almacenamiento dentro de la red 42 o de la nube 44 para almacenar y/o recuperar informacion para cada
operador que suelda, tal como, por ejemplo, informacién de identificacion del usuario, informacién de soldadura historica,
y/o puntuaciones de soldadura histéricas.

La fig. 4 es una realizacion de una pantalla 70 que ilustra datos correspondientes a un entorno de soldadura simulada, en
realidad aumentada, o virtual, tal como los generados por el sistema 10 de aprendizaje para soldar, de acuerdo con
aspectos de la presente exposicion. La pantalla 70 puede ser producida por el software de aprendizaje de soldadura
dispuesto sobre el dispositivo mévil 12, y puede ser presentada sobre el dispositivo de presentacion 22, el dispositivo de
presentacion 38 externo, y/o el casco 36. La pantalla 70 ilustra parametros que pueden ser presentados graficamente a
un operador que suelda antes, durante, y/o después de realizar una operacion de soldadura simulada, en realidad
aumentada, o virtual. Por ejemplo, los parametros pueden incluir un angulo de trabajo 72, un angulo de desplazamiento
74, una distancia 76 de la punta de contacto a la pieza de trabajo (por ejemplo, CTWD 76), una velocidad 78 de
desplazamiento del soplete, una proximidad del soplete 24 en relacion a una pieza de trabajo 80, una tensién 82 de
soldadura, una corriente 84 de soldadura, una orientacién del soplete, una posicién del soplete, un objetivo del soplete
24, una reproduccion de video del entorno 86 de soldadura simulado, en realidad aumentada, o virtual, y similares.

Como se ha ilustrado, los parametros ilustrados graficamente pueden incluir una indicacion 88 de un valor actual de un
parametro (por ejemplo, mientras se realiza una asignacion de aprendizaje de soldadura). Ademas, un grafico 90 puede
mostrar un historial del valor del parametro, y una puntuacion 92 puede mostrar un porcentaje total que corresponde a
cuanto tiempo durante la asignacion de aprendizaje de soldadura estaba el operador que suelda dentro de un intervalo
de valores aceptables. Como se ha indicado anteriormente, una reproduccion 86 de video de una asignacion de
aprendizaje de soldadura puede ser proporcionada sobre la pantalla 70. La reproduccién 86 de video puede mostrar un
video en directo de un operador que suelda realizando la soldadura simulada o real con un entorno simulado, en realidad
aumentada, o virtual superpuesto sobre ella.

En algunas realizaciones, un momento 94 durante una soldadura puede ser seleccionado por un operador que suelda.
Seleccionando el momento 94, el operador que suelda puede ver la reproduccion 86 de video en combinacion con los
parametros de soldadura cuando estaban en el momento 94 seleccionado para establecer una correlacién entre los
parametros de soldadura y la reproduccion 86 de video. El software de aprendizaje para soldar puede estar configurado
para recrear datos de soldadura basandose al menos parcialmente en datos de parametros de soldadura, para
sincronizar la reproduccion 86 de video con los datos de soldadura recreados, y para proporcionar la reproduccion 86 de
video y los datos de soldadura recreados sincronizados al dispositivo de presentacion 22, al dispositivo de presentacion
38 externo, y/o al casco 36. Ademas, en algunas realizaciones, puede ser presentado un resumen de los datos de post-
soldadura y/o puntuacién sobre una pagina 96 de resumen para cada operador 98 que suelda. Deberia observarse que
en algunas situaciones, la pantalla 70 puede presentar una comparacion de puntuaciones totales para cada individuo 98
que suelda. De hecho, el sistema de aprendizaje para soldar puede incluir o utilizar cualquier nimero de caracteristicas
de aprendizaje para soldar (por ejemplo una puntuacion de soldadura total) o técnicas (por ejemplo comparando la
informacion de aprendizaje para soldar) previamente descritas en la publicacion de la solicitud de patente de los EE.UU
N° 2014/0272837, titulada "MULTI-MODE SOFTWARE AND METHOD FOR A WELDING TRAINING SYSTEM’,
presentada el 15 marzo 2013.
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REIVINDICACIONES
1 Un sistema (10) de aprendizaje para soldar, que comprende:
un soplete (24) configurado para realizar un procedimiento de soldadura;
caracterizado por
un dispositivo mévil (12) acoplado al soplete (24), en el que el dispositivo mavil (12) esta configurado para:

detectar, mediante uno o mas sensores (14, 56) del dispositivo mévil (12), informacién de la posicién dinamica u
orientacién del soplete (24) durante el procedimiento de soldadura;

determinar, mediante circuitos (16) de tratamiento del dispositivo mévil (12), uno o mas parametros operativos del
procedimiento de soldadura; y

presentar (22), mediante un dispositivo de presentacion (22) del dispositivo mévil (12) un entorno de soldadura basado al
menos en parte en el o los parametros operativos.

2. El sistema de aprendizaje para soldar segun reivindicacion 1, en donde el soplete (24) esta configurado para realizar
un procedimiento de soldadura simulado sobre una union de soldadura simulada sobre una superficie de trabajo
simulada, y en el que el dispositivo movil (12) esta configurado para presentar un entorno de soldadura simulado basado
al menos en parte en el o los parametros operativos.

3. El sistema de aprendizaje para soldar segun la reivindicacion 1 o 2, en el que el soplete (24) esta configurado para
realizar un procedimiento de soldadura real sobre una unién de soldadura real con un arco activo, y en el que el
dispositivo movil (12) esta configurado para presentar un entorno de soldadura aumentado basandose al menos en parte
en el o los parametros operativos.

4. El sistema de aprendizaje para soldar segun la reivindicacion 3, en el que el dispositivo de presentacion (22) del
entorno de soldadura aumentado comprende un video en directo de objetos reales utilizados en el procedimiento de
soldadura real con uno o mas objetos virtuales superpuestos sobre los objetos reales.

5. El sistema de aprendizaje para soldar segun una de las reivindicaciones precedentes, en el que uno o mas parametros
operativos comprenden un angulo de trabajo del soplete (24), un angulo de desplazamiento del soplete (24), una
velocidad de desplazamiento del soplete (24), una distancia de la punta de contacto a la pieza de trabajo, una proximidad
del soplete (24) a una unién de soldadura, una tension de soldadura, una corriente de soldadura, una orientacion del
soplete (24), una posicion del soplete (24) o una combinacion de los mismos.

6. El sistema de aprendizaje para soldar segun una de las reivindicaciones precedentes, en el que el dispositivo movil
(12) esta acoplado a un cuello (50) del soplete (24).

7. El sistema de aprendizaje para soldar segun la reivindicacion 6, en el que el dispositivo movil (12) esta acoplado al
cuello (50) de manera que guie a un operador para que siga el procedimiento de soldadura con respecto a una union
soldada.

8. El sistema de aprendizaje para soldar segin una de las reivindicaciones precedentes, en el que el dispositivo movil
(12) esta configurado para transmitir la informacion de la posicién dinamica u orientacion o €l o los parametros operativos
a un dispositivo externo.

9. El sistema de aprendizaje para soldar segun la reivindicacion 8, en el que el dispositivo externo es un casco (36) de
soldadura, un dispositivo de presentacion (38) externo, un sistema informatico remoto (46), almacenamiento o
tratamiento en nube (44), o una combinacion de los mismos.
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